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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Leis-
tungshalbleitereinrichtung mit Leistungshalbleiterbauele-
menten, mit einem Grundkörper und mit mehreren Kon-
densatoren, wobei die Leistungshalbleitereinrichtung eine
Kondensatorbefestigungsvorrichtung aufweist, die eine über
die Kondensatoren gestülpte einstückige Rahmenvorrich-
tung und eine einstückige Spannvorrichtung aufweist, wobei
die Rahmenvorrichtung längliche Ausnehmungen aufwei-
sende Rahmenelemente aufweist, wobei die Rahmenele-
mente infolge der Ausnehmungen jeweilig Rahmenelement-
finger ausbilden, die einen jeweiligen Kondensator lateral
einrahmen, wobei die Spannvorrichtung über die Rahmen-
elementfinger gestülpte Spannelemente aufweist, die jewei-
lig die Rahmenelementfinger eines jeweiligen Rahmenele-
ments lateral umschließen, wobei die Spannelemente und
die Rahmelementfinger eine derartige geometrische Form
aufweisen, dass das jeweilige Spannelement in Richtung auf
den jeweiligen Kondensator zu, gegen die jeweiligen Rahm-
elementfinger drückt und die jeweiligen Rahmelementfinger
lateral gegen den jeweiligen Kondensator drücken, wobei die
Kondensatorbefestigungsvorrichtung mit dem Grundkörper
verbunden ist. Die Erfindung schafft eine Leistungshalblei-
tereinrichtung, bei der die Kondensatoren der Leistungshalb-
leitereinrichtung sicher und zuverlässig befestigt sind, wobei
die Befestigung der Kondensatoren rationell mit wenig Auf-
wand realisierbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leistungshalblei-
tereinrichtung.

[0002] Bei aus dem Stand der Technik bekann-
ten Leistungshalbleitereinrichtungen sind im Allge-
meinen auf einem Substrat Leistungshalbleiterbau-
elemente, wie z.B. Leistungshalbleiterschalter und/
oder Dioden angeordnet und mittels einer Leiter-
schicht des Substrats, sowie Bonddrähten und/oder
einem Folienverbund miteinander elektrisch leitend
verbunden. Die Leistungshalbleiterschalter liegen da-
bei im Allgemeinen in Form von Transistoren, wie z.B.
IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor) oder MOS-
FETs (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Tran-
sistor), oder in Form von Thyristoren vor.

[0003] Die Leistungshalbleiterbauelemente sind da-
bei häufig elektrisch zu einer einzelnen oder mehre-
ren sogenannten Halbbrückenschaltungen verschal-
ten, die z.B. zum Gleich- und Wechselrichten von
elektrischen Spannungen und Strömen verwendet
werden. Leistungshalbleitereinrichtungen weisen da-
bei im Allgemeinen als Energiespeicher elektrisch
parallel und/oder in Reihe geschaltete Kondensa-
toren auf, die im Allgemeinen eine an der Leis-
tungshalbleitereinrichtung auftretende Gleichspan-
nung puffern. Solche Kondensatoren werden fachüb-
lich auch als Zwischenkreiskondensatoren bezeich-
net.

[0004] Die Kondensatoren sind über ihre elektri-
schen Anschlusselement mit einem einzelnen oder
mehreren Komponenten der Leistungshalbleiterein-
richtung mechanisch und elektrisch verbunden.
Da Leistungshalbleitereinrichtungen häufig mechani-
schen Stoß- und/oder Schwingungsbelastungen aus-
gesetzt sind, kann es zu einem mechanischen Ver-
sagen der elektrischen Anschlusselemente der Kon-
densatoren kommen, was zu einer Beschädigung
und Fehlfunktion der Leistungshalbleitereinrichtun-
gen führt.

[0005] Aus der US 2006 / 0050468 A1 ist eine Kon-
densatoreinrichtung, bei der matrixförmig angeord-
nete mit einer Leiterplatte verbundene Kondensato-
ren von einer Halteeinrichtung die die Kondensatoren
umschließt, gehalten werden, bekannt.

[0006] Aus der WO 2011 / 093181 A1 ist eine An-
schlusseinrichtung, bei der in Reihe angeordnete
Kondensatoren von einer Halteeinrichtung gehalten
werden, wobei die Halteeinrichtung Öffnungen auf-
weist in denen die Kondensatoren angeordnet sind,
bekannt.

[0007] Aus der DE 103 01 268 B4 ist ein Kondensa-
tormodul bekannt, das eine Montageplatte aufweist,
die mit einer Vielzahl erster Vertiefungen versehen

ist, die auf ihrer ersten Oberfläche ausgebildet sind
und eine Vielzahl von Kondensatoren aufweist, von
denen jeder mindestens teilweise in jeweils einer der
ersten Vertiefungen gehalten ist, wobei das Konden-
satormodul eine Leiterplatte aufweist, die mit jeweils
aus den Kondensatoren herausgeführten Anschluss-
drähten elektrisch leitend verbunden ist, wobei die
Montageplatte und die Leiterplatte einander gegen-
überliegend angeordnet sind, so dass die Kondensa-
toren zwischen der Montageplatte und der Leiterplat-
te angeordnet sind.

[0008] Aus der DE 200 20 121 U1 ist ein mecha-
nischer Adapter für eine mit Elektrolytkondensato-
ren bestückte Flachbaugruppe bekannt, wobei der
Adapter fest mit der Flachbaugruppe verbindbar ist,
wobei die Kontur des Adapters wenigstens teilwei-
se an die Kontur zugeordneter Elektrolytkondensa-
toren derart angepasst ist, dass im Verbundzustand
ein unmittelbarer Formschluss zwischen dem Adap-
ter und den jeweils zugeordneten Elektrolytkonden-
satoren besteht.

[0009] Aus der DE 202 18 520 U1 ist eine Anord-
nung mit einer mindestens einen Kondensator auf-
weisenden elektronischen Schaltung bekannt, die ei-
nen Bauteilträger mit stromführenden Bahnen, eine
Leiterplatte und eine den Kondensator sowie den
Bauteilträger vor schädlichen Umgebungseinflüssen
schützende Vergussmasse aufweist, wobei der Kon-
densator mit den Leiterbahnen elektrisch verbunden
ist, wobei der Kondensator in einem Schutzbecher
angeordnet ist, wobei der Schutzbecher zwischen
Kondensator und Bauteilträger angeordnet ist.

[0010] Aus der DE 10 2009 034 051 B3 ist ein Halte-
element zur gleichzeitigen Befestigung mehrerer zy-
linderförmiger Kondensatoren einer Kondensatorbat-
terie an einer Kühlplatte bekannt, wobei das Halte-
element eine Grundplatte und becherförmige Hauben
aufweist, die eingerichtet sind, jeweils einen Konden-
sator aufzunehmen, wobei der Boden jeder becher-
förmigen Haube jeweils zwei Öffnungen aufweist, die
derart eingerichtet sind, dass die elektrischen An-
schlüsse des aufzunehmenden Kondensators hin-
durchragen, wobei jede becherförmige Haube im In-
neren eine in einer umlaufenden Nut verliersicher an-
geordnete ringförmige Spannfeder aufweist, die ein-
gerichtet ist, auf einen im Inneren angeordneten Kon-
densator eine Druckkraft auszuüben.

[0011] Es ist Aufgabe der Erfindung eine Leistungs-
halbleitereinrichtung zu schaffen, bei der die Konden-
satoren der Leistungshalbleitereinrichtung sicher und
zuverlässig befestigt sind, wobei die Befestigung der
Kondensatoren rationell mit wenig Aufwand realisier-
bar ist.

[0012] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Leis-
tungshalbleitereinrichtung mit Leistungshalbleiter-
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bauelementen, mit einem Grundkörper und mit meh-
reren Kondensatoren, die mit den Leistungshalblei-
terbauelementen elektrisch leitend verbunden sind,
wobei die Leistungshalbleitereinrichtung eine Kon-
densatorbefestigungsvorrichtung aufweist, die eine
über die Kondensatoren gestülpte einstückige Rah-
menvorrichtung und eine einstückige Spannvorrich-
tung aufweist, wobei die Rahmenvorrichtung läng-
liche Ausnehmungen aufweisende Rahmenelemen-
te aufweist, wobei die Rahmenelemente infolge
der Ausnehmungen jeweilig Rahmenelementfinger
ausbilden, die einen jeweiligen Kondensator late-
ral einrahmen, wobei die Spannvorrichtung über die
Rahmenelementfinger gestülpte Spannelemente auf-
weist, die jeweilig die Rahmenelementfinger eines je-
weiligen Rahmenelements lateral umschließen, wo-
bei die Spannelemente und die Rahmelementfinger
eine derartige geometrische Form aufweisen, dass
das jeweilige Spannelement in Richtung auf den je-
weiligen Kondensator zu, gegen die jeweiligen Rah-
melementfinger drückt und die jeweiligen Rahmele-
mentfinger lateral gegen den jeweiligen Kondensator
drücken, wobei die Kondensatorbefestigungsvorrich-
tung mit dem Grundkörper verbunden ist.

[0013] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0014] Es erweist sich als vorteilhaft, wenn der Quer-
schnitte der Wände der Rahmenelementfinger und
der Querschnitt der Wände der Spannelemente zu-
einander korrespondierende keilförmige Formen auf-
weisen, da dann mittels der Keilwirkung auf einfache
Art und Weise ein Druck erzeugt wird, der die jeweili-
gen Rahmelementfinger lateral gegen den jeweiligen
Kondensator drückt.

[0015] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die Rahmenelementfinger in Richtung zu einer Ober-
seite der Kondensatoren eine abnehmende Wand-
stärke aufweisen und die Spannelemente in Richtung
zur Oberseite der Kondensatoren eine zunehmende
Wandstärke aufweisen. Hierdurch können die zuein-
ander korrespondierenden keilförmigen Formen be-
sonders einfach realisiert werden.

[0016] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die Rahmenelementfinger jeweilig an ihrem oberen
Ende innenseitig eine Nase aufweisen. Falls sich, wi-
dererwarten, ein Kondensator lösen sollte, so wird
der betreffende Kondensator durch die Nasen zumin-
dest im Rahmenelement gehalten. Hierdurch kann ei-
ne weitere Beschädigung der Leistungshalbleiterein-
richtung durch einen losen Kondensator vermieden
werden.

[0017] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die Rahmenvorrichtung ein Rahmenvorrichtungsbe-
festigungsrahmenelement aufweist mittels dessen
die Rahmenvorrichtung mit dem Grundkörper ver-

bunden ist. Hierdurch wird auf einfache Art und Weise
eine zuverlässige Befestigung der Rahmenvorrich-
tung am Grundkörper realisiert.

[0018] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die Spannvorrichtung ein Spannvorrichtungsbefes-
tigungsrahmenelement aufweist mittels dessen die
Spannvorrichtung mit dem Grundkörper verbunden
ist. Hierdurch wird auf einfache Art und Weise eine
zuverlässige Befestigung der Spannvorrichtung am
Grundkörper realisiert.

[0019] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die Leistungshalbleiterbauelemente thermisch lei-
tend mit dem Grundkörper verbunden sind, wobei
der Grundkörper als Grundplatte oder als Kühlkörper
ausgebildet ist. Hierdurch wird ein kompakter Aufbau
der Leistungshalbleitereinrichtung erzielt.

[0020] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die Kondensatoren matrixartig angeordnet sind, da
dann die Kondensatoren platzsparend angeordnet
sind.

[0021] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die Leistungshalbleiterbauelemente auf elektrischen
leitenden Leiterbahnen angeordnet sind. Hierdurch
wird ein kompakter Aufbau der Leistungshalbleiter-
einrichtung erzielt.

[0022] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, wenn
zwischen den elektrischen leitenden Leiterbahnen
und dem Grundkörper eine elektrisch nicht leitende
Isolationsschicht angeordnet ist, da dann der Grund-
körper elektrisch potentialfrei angeordnet ist.

[0023] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Figuren dargestellt und werden im Folgenden nä-
her erläutert. Dabei zeigen:

[0024] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Leistungshalbleitereinrich-
tung, in einem noch nicht zusammengebauten Zu-
stand,

[0025] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Leistungshalbleitereinrich-
tung im zusammengebauten Zustand und

[0026] Fig. 3 eine Schnittdarstellung eines Teils
einer erfindungsgemäßen Leistungshalbleitereinrich-
tung.

[0027] In den Fig. 1 und Fig. 2 sind verschiede-
ne Ansichten einer erfindungsgemäßen Leistungs-
halbleitereinrichtung 1 dargestellt. In Fig. 3 ist eine
Schnittdarstellung eines Teils der erfindungsgemä-
ßen Leistungshalbleitereinrichtung 1 dargestellt. In
den Figuren sind gleiche Elemente mit den gleichen
Bezugszeichen versehen.
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[0028] Die erfindungsgemäße Leistungshalbleiter-
einrichtung 1 weist Leistungshalbleiterbauelemente
2, einen Grundkörper 18 und mehrere Kondensato-
ren 3, die mit den Leistungshalbleiterbauelementen
2 elektrisch leitend verbunden sind, auf. Die Konden-
satoren 3 sind vorzugsweise matrixartig angeordnet.

[0029] Das jeweilige Leistungshalbleiterbauelement
liegt vorzugsweise in Form eines Leistungshalbleiter-
schalters oder einer Diode vor. Die Leistungshalb-
leiterschalter liegen dabei im Allgemeinen in Form
von Transistoren, wie z.B. IGBTs (Insulated Gate Bi-
polar Transistor) oder MOSFETs (Metal Oxide Se-
miconductor Field Effect Transistor), oder in Form
von Thyristoren vor. Im Rahmen des Ausführungsbei-
spiels sind die Leistungshalbleiterbauelemente 2 als
MOSFETs ausgebildet.

[0030] Die Leistungshalbleiterbauelemente 2 sind
vorzugsweise auf elektrischen leitenden Leiterbah-
nen 23a, 23b und 23c angeordnet und, z.B. mittels
einer Löt- oder Sinterschicht (nicht dargestellt), mit
den Leiterbahnen 23a, 23b und 23c, verbunden. Zwi-
schen den Leiterbahnen 23a, 23b und 23c und dem
Grundkörper 18 ist eine elektrisch nicht leitende Isola-
tionsschicht 56 angeordnet, die im Rahmen des Aus-
führungsbeispiels in Form eines Keramikkörpers aus-
gebildet ist. Die Isolationsschicht 56 kann z.B. auch in
Form einer elektrisch nicht leitenden Folie ausgebil-
det sein. Die Leiterbahnen 23a, 23b und 23c und die
Isolationsschicht 56 bilden zusammen ein Substrat
27 aus, das beim Ausführungsbeispiel in Form eines
Direct Copper Bonded Substrats (DCB-Substrat) vor-
liegt. Die Leiterbahnen 23a, 23b und 23c des Sub-
strats können z.B. auch durch ein Leadframe gebildet
werden.

[0031] Es sei weiterhin angemerkt, dass die Leis-
tungshalbleiterbauelemente 2 an Ihrer dem Sub-
strat 27 abgewandten Seite, mittels z.B. Bonddräh-
ten und/oder einem Folienverbund miteinander und
mit den Leiterbahnen des Substrats, entsprechend
der gewünschten elektrischen Schaltung, welche die
Leistungshalbleitereinrichtung 1 realisieren soll, elek-
trisch leitend miteinander verbunden sind. Der Über-
sichtlichkeit halber sind diese elektrischen Verbin-
dungen in den Figuren nicht dargestellt.

[0032] Beim Ausführungsbeispiel weist die Leis-
tungshalbleitereinrichtung 1 zwei Substrate auf, auf
denen die Leistungshalbleiterbauelemente angeord-
net und mit den Leiterbahnen verbunden sind, wo-
bei der Übersichtlichkeit halber nur ein Substrat und
die auf ihm abgeordneten Leistungshalbleiterbauele-
mente mit Bezugszeichen versehen sind. Weiterhin
sei angemerkt, dass in Fig. 3 der Übersichtlichkeit
halber, das Substrat 27 nur stark schematisiert in
Form eines einzelnen Körpers dargestellt ist.

[0033] Die Leistungshalbleiterbauelemente 2 sind
vorzugsweise thermisch leitend mit dem Grundkör-
per 18 verbunden, wobei beim Ausführungsbeispiel,
die Leistungshalbleiterbauelemente 2 über die Lei-
terbahnen 23a, 23b und 23c und über die Isolati-
onsschicht 56 thermisch leitend mit dem Grundkör-
per 18 verbunden sind. Der Grundkörper 18 kann wie
beim Ausführungsbeispiel als Grundplatte, die z.B.
mit einem Kühlkörper thermisch leitend verbunden
sein kann oder als Kühlkörper ausgebildet sein. Der
Kühlkörper kann dabei Kühlfinnen oder Kühlpins auf-
weisen.

[0034] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass der
Grundkörper 18 aber auch in Form eines anderen
vorzugsweise mechanisch belastbaren Bauteils der
Leistungshalbleitereinrichtung 1 vorliegen kann.

[0035] Im Rahmen des Ausführungsbeispiels sind
die Leistungshalbleiterbauelemente 2 elektrisch zu
Halbbrückenschaltungen verschalten, die z.B. zum
Gleich- und Wechselrichten von elektrischen Span-
nungen und Strömen verwendet werden können. Die
Leistungshalbleitereinrichtung 1 weist als Energie-
speicher die elektrisch parallel und/oder in Reihe ge-
schaltete Kondensatoren 3 auf, die eine an der Leis-
tungshalbleitereinrichtung 1 auftretende Gleichspan-
nung puffern. Die Kondensatoren 3 dienen beim Aus-
führungsbeispiel solchermaßen als Zwischenkreis-
kondensatoren, sie können jedoch auch einem ande-
ren Zweck dienen.

[0036] Die Kondensatoren 3 sind vorzugsweise auf
einem Verschienungsplattensystem 24 angeordnet.
Das Verschienungsplattensystem 24 besteht aus
zwei durch eine elektrisch nicht leitende Folie (nicht
dargestellt) voneinander elektrisch isoliert angeord-
neten elektrisch leitfähigen Platten. Die elektrischen
ersten Anschlusselemente 35 der Kondensatoren 3
sind, wie in Fig. 3 dargestellt, mit den Leiterbahnen
des Substrats 27 verbunden. Die elektrischen zwei-
ten Anschlusselemente 36 der Kondensatoren 3 sind
mit dem Verschienungsplattensystems 24 verbun-
den. Die Kondensatoren 3 sind mittels des Verschie-
nungsplattensystems 24 elektrisch verschalten. Im
Rahmen des Ausführungsbeispiels sind ein Teil der
ersten Anschlusselemente 35 der Kondensatoren 3
als elektrisch positives Potential führende Anschluss-
elemente und ein anderer Teil der ersten Anschluss-
elemente 35 der Kondensatoren 3 als elektrisch ne-
gatives Potential führende Anschlusselemente aus-
gebildet. Entsprechend sind ein Teil der zweiten An-
schlusselemente 36 der Kondensatoren 3 als elek-
trisch negatives Potential führende Anschlussele-
mente und ein Teil der zweiten Anschlusselemente
36 der Kondensatoren 2 als elektrisch positives Po-
tential führende Anschlusselemente ausgebildet.
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[0037] Im Rahmen des Ausführungsbeispiels ist zwi-
schen dem Verschienungsplattensystem 24 und dem
Grundkörper 18 ein Abstandselement 25 angeordnet.

[0038] Zur mechanischen Befestigung der Konden-
satoren 3, weist die Leistungshalbleitereinrichtung 1
erfindungsgemäß eine Kondensatorbefestigungsvor-
richtung 7 auf, die eine über die Kondensatoren 3
gestülpte einstückige Rahmenvorrichtung 4 und eine
einstückige Spannvorrichtung 5 aufweist. Die Rah-
menvorrichtung 4 und die Spannvorrichtung 5 beste-
hen vorzugsweise aus einem thermoplastischen oder
duroplastischen Kunststoff. Die Rahmenvorrichtung
4 besteht vorzugsweise aus einem duktilen Kunst-
stoff.

[0039] Die Rahmenvorrichtung 4 weist längliche
Ausnehmungen 8 aufweisende Rahmenelemente 6
auf, wobei die Rahmenelemente 6 infolge der Aus-
nehmungen 8 jeweilig Rahmenelementfinger 9 aus-
bilden. Die Rahmenelementfinger 9 sind in lateraler
Richtung biegbar. Die Rahmenelementfinger 8 eines
jeweiligen Rahmelements 6 rahmen einen jeweiligen
Kondensator 3 lateral ein. Die Rahmenelementfin-
ger 8 umschließen infolge der Ausnehmungen 8 der
Rahmenelemente 6 nicht vollständig die Umfangs-
flächen 50 der Kondensatoren 3. Die geometrische
Form der Rahmenelementfinger 8 ist vorzugsweise
korrespondierend zur geometrischen Form des Ab-
schnitts der Umfangsfläche 50 der Kondensatoren,
der den Rahmenelementfingern 8 jeweilig zugewandt
angeordnet ist, ausgebildet. Beim Ausführungsbei-
spiel weisen die Umfangsflächen 50 der Kondensa-
toren 3 eine zylindrische geometrische Form auf, so
dass die Rahmenelementfingern 8 eine kreisbogen-
förmige geometrische Form, die an die zylindrische
geometrische Form der Umfangsflächen 50 der Kon-
densatoren 3 angepasst ist, aufweisen.

[0040] Die Spannvorrichtung 5 weist über die Rah-
menelementfinger 9 gestülpte Spannelemente 10
auf, die jeweilig die Rahmenelementfinger 9 eines
jeweiligen Rahmenelements 6 lateral umschließen
und insbesondere, wie beim Ausführungsbeispiel, je-
weilig die Rahmenelementfinger 9 eines jeweiligen
Rahmenelements 6 geschlossen lateral umschlie-
ßen. Die Spannelemente 10 und die Rahmelement-
finger 9 weisen eine derartige geometrische Form
auf, dass das jeweilige Spannelement 10 in Rich-
tung auf den jeweiligen Kondensator 3 zu, gegen die
jeweiligen Rahmelementfinger 9 drückt und die je-
weiligen Rahmelementfinger 9 lateral gegen den je-
weiligen Kondensator 3 drücken. Vorzugsweise weist
die Innenseite 38 der Spannelemente 10 eine kegel-
stumpfförmige Form auf.

[0041] Vorzugsweise weisen, wie beispielhaft in
Fig. 3 dargestellt, der Querschnitt der Wände der
Rahmenelementfinger 9 und der Querschnitt der
Wände der Spannelemente 10 zueinander korre-

spondierende keilförmige Formen auf. Vorzugsweise
weisen zur Realisierung der zueinander korrespon-
dierenden keilförmigen Formen die Rahmenelement-
finger 9 in Richtung zu einer Oberseite 37 der Kon-
densatoren 3 eine abnehmende Wandstärke auf und
die Spannelemente 10 in Richtung zur Oberseite 37
der Kondensatoren 3 eine zunehmende Wandstärke
auf. Die Oberseite 37 der Kondensatoren 3 wird im
Rahmen des Ausführungsbeispiels durch die von den
elektrischen ersten und zweiten Anschlusselementen
35 und 36 der Kondensatoren 3 abgewandte Seite
der Kondensatoren 3 gebildet.

[0042] Die Rahmenelementfinger 9 weisen vorzugs-
weise jeweilig an ihrem oberen Ende innseitig eine
Nase 12 auf. Die Rahmenelementfinger 9 bilden sol-
chermaßen Schnapphacken aus.

[0043] Im Rahmen des Ausführungsbeispiels weist
die Spannvorrichtung 5 zur Verbindung der Spann-
vorrichtung 5 mit dem Grundkörper 3 ein Spann-
vorrichtungsbefestigungsrahmenelement 41 und die
Rahmenvorrichtung 4 zur Verbindung der Rahmen-
vorrichtung 4 mit dem Grundkörper 3 ein Rahmen-
vorrichtungsbefestigungsrahmenelement 40 auf. Die
Rahmenvorrichtung 4 ist mittels des Rahmenvor-
richtungsbefestigungsrahmenelements 40 mit dem
Grundkörper 3 verbunden, wobei die Rahmenvorrich-
tung 4 mittels des Rahmenvorrichtungsbefestigungs-
rahmenelements 40 mit dem Grundkörper 3 direkt
und/oder indirekt verbunden sein kann. Die Spann-
vorrichtung 5 ist mittels des Spannvorrichtungsbe-
festigungsrahmenelements 41 mit dem Grundkör-
per 3 verbunden, wobei die Spannvorrichtung 5 mit-
tels des Spannvorrichtungsbefestigungsrahmenele-
ments 41 mit dem Grundkörper 3 direkt und/oder indi-
rekt verbunden sein kann. Das Rahmenvorrichtungs-
befestigungsrahmenelement 40 liegt vorzugsweise
auf dem Verschienungsplattensystem 24 auf. Das
Spannvorrichtungsbefestigungsrahmenelements 41
liegt vorzugsweise auf dem Rahmenvorrichtungsbe-
festigungsrahmenelement 40 auf.

[0044] Die Kondensatorbefestigungsvorrichtung 7
ist mit dem Grundkörper 18 verbunden, wobei
die Kondensatorbefestigungsvorrichtung 7 mit dem
Grundkörper 18 direkt und/oder indirekt verbunden
sein kann. Beim Ausführungsbeispiel ist die Konden-
satorbefestigungsvorrichtung 7 direkt über Schrau-
ben 26, welche in mit Innengewinde versehene Sack-
löcher (nicht dargestellt) des Grundkörpers 18 ein-
geschraubt werden, mit dem Grundkörper 18 ver-
bunden ist. Das Spannvorrichtungsbefestigungsrah-
menelement 41 weist Durchgangslöcher 29, das
Rahmenvorrichtungsbefestigungsrahmenelement 40
Durchgangslöcher 30, das Verschienungsplattensys-
tem 24 Durchgangslöcher 31 und das Abstandsele-
ment 25 ebenfalls Durchgangslöcher (nicht darge-
stellt) auf, durch die die Gewinde der Schrauben
26 hindurchgeführt werden. Die Kondensatorbefes-
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tigungsvorrichtung 7 könnte auch indirekt mit dem
Grundkörper 18 verbunden sein, indem die Konden-
satorbefestigungsvorrichtung 7 z.B. über Schrauben
mit dem Abstandselement 25 verschraubt ist und
das Abstandselement 25 über weitere Schrauben mit
dem Grundkörper 18 verschraubt ist.

[0045] Alternativ könnte die Kondensatorbefesti-
gungsvorrichtung 7 z.B. auch mittels Schnappverbin-
dungen direkt und/oder indirekt mit dem Grundkörper
18 verbunden sein.

[0046] Die Kondensatoren 3 der Leistungshalbleiter-
einrichtung 1 sind solchermaßen mittels der Konden-
satorbefestigungsvorrichtung 7 sicher und zuverläs-
sig befestigt, wobei die Befestigung der Kondensato-
ren 3 rationell mit wenig Aufwand mittels weniger Ar-
beitsschritte und Elemente realisierbar ist.

[0047] Wie in Fig. 1 zu sehen, wird zur Befestigung
der Kondensatoren 3 die einstückige Rahmenvorrich-
tung 4 über die Kondensatoren 3 gestülpt und an-
schließend die Spannelemente 10 der einstückigen
Spannvorrichtung 5 über die Rahmenelementfinger
9 der Rahmenvorrichtung 4 gestülpt. Anschließend
wird die Kondensatorbefestigungsvorrichtung 7, wel-
che die Spannvorrichtung 5 und die Rahmenvorrich-
tung 4 aufweist, mit dem Grundkörper 18 verbunden,
wobei die Verbindung der Kondensatorbefestigungs-
vorrichtung 7 mit dem Grundkörper 18 im Rahmen
des Ausführungsbeispiels mittels der Schrauben 26
realisiert wird.

Patentansprüche

1.     Leistungshalbleitereinrichtung mit Leistungs-
halbleiterbauelementen (2), mit einem Grundkörper
(18) und mit mehreren Kondensatoren (3), die mit
den Leistungshalbleiterbauelementen (2) elektrisch
leitend verbunden sind, wobei die Leistungshalblei-
tereinrichtung (1) eine Kondensatorbefestigungsvor-
richtung (7) aufweist, die eine über die Kondensa-
toren (3) gestülpte einstückige Rahmenvorrichtung
(4) und eine einstückige Spannvorrichtung (5) auf-
weist, wobei die Rahmenvorrichtung (4) längliche
Ausnehmungen (8) aufweisende Rahmenelemente
(6) aufweist, wobei die Rahmenelemente (6) infol-
ge der Ausnehmungen (8) jeweilig Rahmenelement-
finger (9) ausbilden, die einen jeweiligen Kondensa-
tor (3) lateral einrahmen, wobei die Spannvorrich-
tung (5) über die Rahmenelementfinger (9) gestülp-
te Spannelemente (10) aufweist, die jeweilig die Rah-
menelementfinger (9) eines jeweiligen Rahmenele-
ments (6) lateral umschließen, wobei die Spannele-
mente (10) und die Rahmelementfinger (9) eine der-
artige geometrische Form aufweisen, dass das jewei-
lige Spannelement (10) in Richtung auf den jeweili-
gen Kondensator (3) zu, gegen die jeweiligen Rah-
melementfinger (9) drückt und die jeweiligen Rahm-
elementfinger (9) lateral gegen den jeweiligen Kon-

densator (3) drücken, wobei die Kondensatorbefesti-
gungsvorrichtung (7) mit dem Grundkörper (18) ver-
bunden ist.

2.  Leistungshalbleitereinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt der
Wände der Rahmenelementfinger (9) und der Quer-
schnitt der Wände der Spannelemente (10) zuein-
ander korrespondierende keilförmige Formen aufwei-
sen.

3.    Leistungshalbleitereinrichtung nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Rahmenele-
mentfinger (9) in Richtung zu einer Oberseite (37)
der Kondensatoren (3) eine abnehmende Wandstär-
ke aufweisen und die Spannelemente (10) in Rich-
tung zur Oberseite (37) der Kondensatoren (3) eine
zunehmende Wandstärke aufweisen.

4.   Leistungshalbleitereinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Rahmenelementfinger (9) jeweilig an ih-
rem oberen Ende innenseitig eine Nase (12) aufwei-
sen.

5.   Leistungshalbleitereinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kondensatoren (3) matrixartig angeord-
net sind.

6.   Leistungshalbleitereinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Rahmenvorrichtung (4) ein Rahmenvor-
richtungsbefestigungsrahmenelement (40) aufweist
mittels dessen die Rahmenvorrichtung (4) mit dem
Grundkörper (3) verbunden ist.

7.   Leistungshalbleitereinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Spannvorrichtung (5) ein Spannvorrich-
tungsbefestigungsrahmenelement (41) aufweist mit-
tels dessen die Spannvorrichtung (5) mit dem Grund-
körper (3) verbunden ist.

8.   Leistungshalbleitereinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Leistungshalbleiterbauelemente (2)
thermisch leitend mit dem Grundkörper (18) verbun-
den sind, wobei der Grundkörper (18) als Grundplatte
oder als Kühlkörper ausgebildet ist.

9.   Leistungshalbleitereinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Leistungshalbleiterbauelemente (2) auf
elektrischen leitenden Leiterbahnen (23a, 23b, 23c)
angeordnet sind.

10.  Leistungshalbleitereinrichtung nach Anspruch
9, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den
elektrischen leitenden Leiterbahnen (23a, 23b, 23c)
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und dem Grundkörper (3) eine elektrisch nicht leiten-
de Isolationsschicht (56) angeordnet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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